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Infineon und Agere Systems gehen eine Wireless-LAN-Partnerschaft ein

Systemlosungen
filr WLAN-Applikationen

Im lukrativen Wireless-LAN-Markt wollen sich in Zukunft Infineon und
Agere als Systemlosungsanbieter etablieren. Im Rahmen einer Alli-
anzentwickeln die Unternehmen gemeinsam leistungsfahige WLAN-
Chips mit einer 20-mal héheren Bandbreite als bislang iiblich.

Miinchen, Allentown - Dem
Markt fiir drahtlose LAN-Chips
werden hervorragende Aussichten
prognostiziert. Laut den Analysten
von IDC wdchst er jdhrlich um
durchschnittlich 30 Prozent von
331 Mio. Dollar in 2001 auf 1,2
Mrd. Dollar in 2006. Im Jahr 2006
sollen Multimode-Losungen laut
IDC mehr als 57 Prozent des
gesamten drahtlosen LAN-Chip-
Marktes ausmachen.

Genau auf dieses Segment kon-
zentrieren sich die gemeinsamen

Entwicklungsbemiihungen von
Infineon und Agere. »Wir werden
zusammen fortschrittliche draht-
lose Netzwerk-
Losungen rea-
lisieren und so
die fiihrende
Position im Be-
reich der drahtlosen LANs erar-
beiten«, so Ulrich Hamann, Leiter
des Geschaftsbereichs Drahtlose
Kommunikation bei Infineon
Technologies. Wédhrend Agere sei-
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. Halbleitermarkt in Deutschland
ICs: Verhaltener Optimismus

Frankfurt - Saisoniiblich lag der Umsatz fiir Halbleiter im Septem-

ber iiber dem des Vormonats. Mit

einem Plus von 1 Prozent stieg

der Umsatz sogar erstmals in diesem Jahr tiber den Vergleichswert
des Vorjahres. Noch im August hatte der Jahresvergleich dagegen
ein Minus von 8 Prozent ausgewiesen, nach -15 Prozent im Juli.
Trotz dieses leichten Aufwartstrends, kumulativ betrachtet, liegt das
Wachstum des deutschen Halbleitermarktes in den ersten neun Mo-
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Ulrich Hamann, Infineon
»Wir werden zusammen
fortschrittliche drahtlose Netz-
werk-Lésungen realisieren. «

Prozessoren und Flash

Intels Stapelware
ae
fur Handys
Taipei - Intel will im Mobilgerdte-
geschdft besser mitmischen und
setzt dafiir auf neue Technologien
fiir Prozessoren, Flash und Packa-
ging: Neben dem ersten 1,8-V-Mul-
ti-Level-Cell-StrataFlash-Speicher
auf Basis der 130-nm-Prozesstech-
nologie sollen zwei platzsparende
Kombinationen aus Flash-Speicher
und Mikroprozessor den Chip-Rie-
sen voranbringen. Die beiden Mi-
kroprozessoren PXA261 und PXA
262 vereinen Speicher- und Prozes-
sor-Die mit Hilfe einer speziellen
Packaging-Technologie zu einem
Baustein. »Neben ldngerer Akku-Le-
bensdauer und hoherer Leistungs-
fahigkeit miissen wir insbesondere
Grofle und Platzbedarf berticksich-
tigen«, erkldart Ron Smith, Senior
Vice President und General Mana-
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Die Miniaturisierung befliigelt die Lasertechnologie

m Kiihltechnik,

Quarze und Oszillatoren

Special
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Power & Motion

Die Leistungshalbleiter-Hersteller
suchen neue Madrkte und setzen
zunehmend auf den Kfz-Elektro-
nik- und Home-Appliance-Markt.
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Interview
der Woche

Der kleine Halb-
leiter-Hersteller
Dialog Semicon-
ductor halt sich
wacker in der

¥ f‘!:‘\'. momentanen
r =y . Krise. Der CEQ
e 'k und President
Roland Pudelko, Roland Pudelko
Dialog erklirt die Uber-
Semiconductor

lebensstrategie
und gibt Auskunft dariiber, wa-
rum man sich voll auf CMOS-
Technologien spezialisiert.
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Halbiertes
Time-to-Market
fiir weniger Geld

LSI Logic prasentiert mit dem
RapidChip eine Kombination aus
Gate-Array- und Standardzellen-
logik. Ronnie Vasishta, Vice Pre-
sident ASIC Technology Marke-
ting, erkldrt Vor- und Nachteile
der neuen Technologie.
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edacentrum

edaForumo2

Hannover - EDA-Tools sind ein
unabdingbarer Faktor fiir kom-
merziellen Erfolg in der Mikro-
elektronik. Aber wer weifs schon,
welches die wirklichen Schwach-
stellen beim Design der Produkte
von morgen sein werden, oder
wie viel genau in EDA investiert
werden muss, um diese Produk-
te erfolgreich entwerfen zu kon-
nen? Das »edaForum02«, das am
5. und 6. Dezember 2002 in der
Messestadt Hannover auf dem
ehemaligen EXPO-Geldnde statt-
findet, will darauf Antworten ge-
ben. Ziel dieses Forums, das vom
deutschen edacentrum in Hanno-
ver veranstaltet wird, ist es, das
industrielle Management der
Halbleiter- und Systemindustrie
mit hochrangigen EDA-Experten
aus aller Welt zusammenbringen,
wobei gleichrangig neben techni-
schen auch 6konomische The-
men behandelt werden. Eine der
Koryphden der EDA-Szene, Prof.
Richard A. Newton von der Uni-
versitdt in Berkeley, spricht in der
Keynote zum Thema »The Next
Big Advance in Chip-Level Design
Productivity«. Neben ihm finden
sich weitere Experten in der Liste
der eingeladenen Vortragenden,
wie z.B. Raul Camposano, CTO
von Synopsys, Guilliaume d’Eys-
sautier, VP und General Manager
Europe von Cadence, Prof. Rob
Rutenbar, weltbekannter Analog-
experte von der Carnegie Mellon
Universitat und Alexander Silbey,
Director Professional Services von
Numetrics. Weitere Informatio-
nen und Anmeldeunterlagen auf
folgender Website: www.edacen-
trum.de (wi) ]



